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尊敬的各位校董/校長/教師, 

香港理工大學 AMTD 金融科技中心，香港教育裝備行業

協會及香港校董學會聯合主辦［科技資訊及 AI 教育］課程，

課程旨在介紹人工智能、區塊鏈和金融科技（ FinTech）的

基礎知識和應用，讓校董、校長及老師能夠更好地了解現今

科技的發展並將這些知識應用到教學中，以培養學生的科

技素養和能力。課程內容包括人工智能和機器學習的基礎、

區塊鏈技術的原理和應用、以及金融科技的趨勢和影響力。

通過本課程，參加者將能夠了解現今科技的發展趨勢，學習

到如何使用現有的科技工具來改善教學和學習體驗。課程

安排如下: 

日期：3/6、10/6 逢星期六 

時間：10:00am 至 1:00pm（3 小時） 

地點：理工大學 N002 

費用：免費 

報名方法：請填寫報名表格或網上報名 

報名截止日期： 5 月 22 日 

查詢：李栢開先生電話：62280109 

備註：香港理工大學 AMTD 金融科技中心、香港教育裝

備行業協會及香港校董學會聯合頒發聽講証書  

 

敬請支持及踴躍報名！ 順祝教安 

 

 

香港校董學會主席 

 

 
 林建華 BBS.MH謹上 

二零二三年四月十九日 
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《報名表》 
填妥後請於 2023年 5月 22日或之前郵寄回觀塘郵政信箱 62278號或 

電郵：hkasm2013@gmail.com 或傳真 2122 9675 香港校董學會收。 

敬覆者：有關出席［科技資訊及 AI 教育］課程事宜，本人 

*請用✓表示您的選擇 

 □ 報名出席     

 

 □ 基本會員    □ 贊助會員     □ 其他：                                  

 

本人中文姓名:                         

本人英文姓名:                         

聯絡電話:                           手提：                                       

聯絡地址:                                                                       

電郵地址:                                         

基本會員所屬學校名稱：                                                     

贊助會員工作機構名稱：                                                     

 

 

簽署: ____________________                 日期：                     

            謹覆  
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